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Materials Science and Technelogy

Manueller Flip Chip Bonder (Fineplacer® pico ma)
Empa Abteilung 202, Fligetechnologie und Korrosion

Typische Einsatzbereiche

e Entwicklung neuer Létverfahren
e Prozessentwicklung (Thermokompression, thermosonic bonding, etc.) als Vorstufe fiir automa-
tisierte Prozesse

Hauptkamera

Prozesskamera 2
(schwenkbar)

2 —
(Chipheizmodul
| etc.; verdeckt)

manueller Flip Chip Bonder

Kenndaten

e Laterale Genauigkeit bis zu 5 ym

e Substrat-Heizplatte & Chip-Heizmodul (je bis zu 480 °C mit max. 20 K/s)
e Bondkraftmodul (max. 100 N)

e Ultraschallmodul

e Schutzgasatmosphére

e Mehrere Prozesskameras

Anwendungsbeispiele

oberes Substrat
(Au-Metallisierung)
Au-Ge-Létfolie

unteres Substrat
(Au-Metallisierung,
reflektierend)

T =~ 400 ° T =~ 400 °
Loten von Al,O; mit Au-Ge-Lot bei 400 °C (T, = 361 °C)

oberes Substrat
Sandwich aus
» obere Létfolie
+ Reaktivfolie
« untere Lotfolie

Zundelektroden
»
unteres Substrat :/ T=RT J T=RT |

Fiigen von Borosilikatglas mit reaktiven Folien bei Raumtemperatur
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